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序号 产品/产品类别

项目/参数

检测标准（方法）名称及编号（含年号）

序号 名称

1 电工电子产品/
电子半导体产品

1 恒定湿热试验

《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》

GB/T 2423.3-2016

《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法 试验 Cy:恒定湿热主要用于

元件的加速试验》 GB/T 2423.50-2012

2 温度循环试验 《环境试验 第 2部分：试验方法 试验 N：温变变化》 GB/T 2423.22-2012

3 温度存储试验

《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T
2423.1-2008

《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T
2423.2-2008

4 外观目检 微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021方法 2009.2

5 开封实验 军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB-4027B-2021中 1103中 2.6.2

6 去层试验 微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021方法 5003中 3.3.3

7 电性验证试验 微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021方法 5003中 3.2.3.3.2.4

8 红外扫描试验 微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021方法 5003中 3.4（d)

9 探针试验 微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021方法 5003中 3.2.12

10 声学扫描显微镜

检查
军用电子元器件破坏性分析物理分析方法 GJB-4027B-2021中方法 1103中
2.5

2
非密封表面贴装

器件/电子半导

体产品

1 预处理试验

《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 JSED22-A113I-
2020 条款 5

《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 J-STD-020F-2022
条款 5

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E
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2 温湿度偏压
《稳态温湿度偏压寿命试验》 JESD22-A101D.01-2021 条款 4

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

3 高温偏压试验
《温度、偏压和工作寿命》 JESD22-A108G-2022 条款 4

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

4 高温存储试验
《高温存储寿命测试》 JESD22-A103E.01-2021 条款 4

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

5 高加速应力试验

《加速抗湿-无偏压高加速应力试验》 JESD22-A118B.01-2021 条款 4

《高加速温湿度试验》 JESD22-A110E.01-2021 条款 4

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E

6 高压蒸煮试验

《无偏置电压高压力蒸煮》 JESD22-A102E-2015 条款 4

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E

7 温度循环试验

《温度循环测试》 JESD22-A104F.01-2023 条款 4，条件 B,C

《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J

《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E


